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1. 介绍 

该文档适用于 GD32F10x 产品，具体参考表 1-1. 适用产品。该文档提供了在使用 GD32 MCU

过程中需要注意的技术细节，以及相关问题的解决方案。 

表 1-1. 适用产品 

类型 产品系列 

MCU 

GD32F101xx 系列 

GD32F103xx 系列 

GD32F105xx 系列 

GD32F107xx 系列 

注意：对于 GD32F101xx 和 GD32F103xx 系列，该文档仅适用于 Flash 容量大于 128KB 的

选型。 

1.1. 芯片版本定义 

可通过芯片丝印上的标记来确定当前芯片的版本。丝印上第 3 行的第 1 个编码表示芯片当前版

本。 

图 1-1. GD32F10x 芯片版本代码 

 

1.2. 芯片使用限制总览 

GD32F10x 芯片使用限制参考表 1-2. 芯片使用限制，更多细节请参考第二章。 

表 1-2. 芯片使用限制 

模块 使用限制 
解决方案 

修订版本 D 

PMU 在进入深度睡眠之前发生中断时，MCU 不能被唤醒 Y 

RCU 

当 DSLP_HOLD 置位后，MCU 在进入深度睡眠模式后不能被唤

醒 
Y 

当 HXTAL 使用旁路模式时，会导致睡眠和待机模式下的功耗增加 Y 

当开启 HXTAL 时钟监视器功能，在进入睡眠模式后，HXTAL 时

钟阻塞中断标志位将置位 
Y 

Revision Code 
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GPIO 

当OSCIN和OSCOUT引脚重映射为 PD0/PD1引脚时，PD0/PD1

可以用作普通 GPIO 功能，但无法用作 EXTI 功能 
Y 

当 GPIO 口配置为上拉输入且该 GPIO 存在漏电时，该 GPIO 口

上的电压会被拉低 
Y 

当 PA11 和 PA12 不作为 USB功能使用且 PA11 和 PA12 间存在

较大电压差，会导致 VDD 到 VSS 存在漏电 
Y 

默认配置下，当 USART1 和以太网时钟同时使能时，如果没有对

USART1 引脚进行重映射，会导致以太网功能无法正常使用 
Y 

DMA 
在 DMA 中断处理函数中，若在执行清除中断标志操作后立刻退出

中断，将导致 CPU 再进一次 DMA 中断 
Y 

ADC 

当 ADC 时钟相较于 PCLK 时钟慢很多时，会出现 ADC 数据采集

错误 
Y 

当 VREFP 和 VDDA 电压相差超过 300mV 时，会导致 ADC 精度

变差 
Y 

DAC 
在 DAC 噪声模式下，当 DH 值设置过高时，会导致 DAC 输出电

压出现异常断点 
Y 

TIMER 

在开启输出比较影子寄存器功能时，使用 timer 捕获/比较事件触

发 DMA 传输会导致数据丢失 
Y 

在 TIMER 不同通道下，通道比较/中断标志清除与通道比较/捕获

中断标志置位冲突，导致标志位未置位 
Y 

主TIMER触发使能不同总线下的从TIMER，会导致不同从TIMER

在相同比较值下输出具有相位差 
N 

USART 

空闲帧长度会比实际配置的长度多 1 个 bit N 

通过空闲帧将 USART 从静默模式唤醒时，再次进入静默模式时

将无法被唤醒 
Y 

当 USART 工作在多处理器通信模式且唤醒方式为地址匹配检测

时，奇偶校验功能不生效 
Y 

USART 在发送数据时会多发送一个波特率周期的停止位 N 

I2C 

由于 BTC 未清除导致多读回一个数据 Y 

当 I2C 工作在 SMBUS 模式时，如果 SCL 被拉低，第一个超时时

间为 25ms，此后如果 SCL 持续拉低超时时间会是 130ms 
N 

将 I2CEN 从禁能状态转为使能状态，会概率性发送一个额外的

start 信号 
N 

SPI 

SPI 作从机时，不支持总线上存在其它 SPI 从机 N 

当 SPI 作从机且当 SPI 输入时钟个数不是 8 或 16 的整数倍时，

此时关闭片选，不会清除时钟接收计数 
Y 

EXMC 
当使用 NAND 控制器 ECC 功能时，在数据传输过程中若发生 1bit

错误且为第 13bit 时，ECC 检测失效 
N 

CAN CAN 自动离线恢复时间长  Y 

ENET 

当启用硬件校验和且报头校验和为 0x0000 时，此接收数据帧将被

丢弃 
Y 

当启用第二帧操作功能时，ENET 模块在运行一段时间后概率性会 Y 
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遇到传输问题 

当 RxFIFO 工作在直通模式时，概率性写回错误的描述符 Y 

在帧接收非常频繁的情况下，接收中断概率性无法触发 Y 

USBD 

USBD 的 ESOF 中断在 USB 设备正常运行过程中会被触发 Y 

当 USBD 设备与主机进行大量 IN 和 OUT 方向的数据传输时，会

概率性出现收发数据内容错误 
Y 

USBFS 
USBFS-OTG 在通过 HUB 与低速设备通信时，数据传输异常 N 

USBFS-OTG 挂起状态进入时间不是 3ms 而是 6ms N 

注意: 

Y = 存在使用限制且存在解决方案 

N = 存在使用限制但不存在解决方案 

'--' = 该使用限制在当前芯片版本上已修复  
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2. 芯片使用限制描述 

2.1. PMU 

2.1.1. 在进入深度睡眠之前发生中断时，MCU 不能被唤醒 

描述与影响 

当系统应用程序存在其他中断代码(如滴答定时器，定时器周期中断等)，且需要通过 WFE 或

WFI 指令进入深度睡眠模式时，系统将存在运行一段时间后无法被唤醒的风险。 

解决方案 

在进入深度睡眠模式之前，应用程序需要屏蔽除 EXTI 唤醒源之外的所有中断，然后在唤

醒后恢复所有需要的中断。最新的固件库已经规避了这个问题。参考代码如下： 

void pmu_to_deepsleepmode(uint32_t ldo,uint8_t deepsleepmodecmd) 

{ 

    static uint32_t reg_snap[ 4 ];    

    /* clear stbmod and ldolp bits */ 

    PMU_CTL &= ~((uint32_t)(PMU_CTL_STBMOD | PMU_CTL_LDOLP)); 

     

    /* set ldolp bit according to pmu_ldo */ 

    PMU_CTL |= ldo; 

     

    /* set sleepdeep bit of Cortex-M3 system control register */ 

    SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk; 

 

    reg_snap[0] = REG32(0xE000E010U); 

    reg_snap[1] = REG32(0xE000E100U); 

    reg_snap[2] = REG32(0xE000E104U); 

    reg_snap[3] = REG32(0xE000E108U); 

    /* clear all interrupt except EXTI line wakeup source interrupt */ 

    REG32(0xE000E010U) &= 0x00010004U; 

    REG32(0xE000E180U)  = 0XFF7FF83DU; 

    REG32(0xE000E184U)  = 0XBFFFF8FFU; 

    REG32(0xE000E188U)  = 0xFFFFFFFFU; 

     

    /* select WFI or WFE command to enter deepsleep mode */ 

    if(WFI_CMD == deepsleepmodecmd){ 

        __WFI(); 
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    }else{ 

        __SEV(); 

        __WFE(); 

        __WFE(); 

    } 

    /* restore all interrupt */ 

    REG32(0xE000E010U) = reg_snap[0] ;  

    REG32(0xE000E100U) = reg_snap[1] ; 

    REG32(0xE000E104U) = reg_snap[2] ; 

    REG32(0xE000E108U) = reg_snap[3] ;   

 

    /* reset sleepdeep bit of Cortex-M3 system control register */ 

    SCB->SCR &= ~((uint32_t)SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk); 

} 

2.2. RCU 

2.2.1. 当 DSLP_HOLD 置位后，MCU 在进入深度睡眠模式后不能被唤醒 

描述与影响 

当 DSLP_HOLD 置位后，MCU 在进入深度睡眠模式后不能被唤醒。 

解决方案 

应用程序需要在进入深度睡眠模式前将系统时钟切换到内部 IRC8M。 

2.2.2. 当 HXTAL 使用旁路模式时，会导致睡眠和待机模式下的功耗增加 

描述与影响 

当 HXTAL 使用旁路模式时(RCU_CTL 寄存器中的 HXTALBPS 位置 1)，会导致睡眠和待机模

式下的功耗增加。 

解决方案 

在进入睡眠和待机模式前，关闭HXTAL旁路模式(RCU_CTL寄存器中的HXTALBPS位清 0)。 

2.2.3. 当开启 HXTAL 时钟监视器功能，在进入睡眠模式后，HXTAL 时钟阻塞中断标

志位将置位 

描述与影响 

当开启 HXTAL 时钟监视器功能(RCU_CTL 寄存器中的 CKMEN 位置 1)，在进入睡眠模式后，
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HXTAL 时钟阻塞中断标志(CKMIF)将被置位。 

解决方案 

在进入睡眠模式前，关闭 HXTAL 时钟监视器功能(RCU_CTL 寄存器中的 CKMEN 位清 0)。 

2.3. GPIO 

2.3.1. 当 OSCIN 和 OSCOUT 引脚重映射为 PD0/PD1 引脚时，PD0/PD1 可以用作

普通 GPIO 功能，但无法用作 EXTI 功能 

描述与影响 

在不使用外部晶振功能时，当 OSCIN 和 OSCOUT 引脚重映射为 PD0/PD1 引脚时，重映射后

的 PD0/PD1 可以用作普通 GPIO 功能，但无法用作 EXTI 功能。 

注意：以上问题只存在于 OSCIN/OSCOUT 与 PD0/PD1 共用同一引脚的小封装产品上。 

解决方案 

当 OSCIN 和 OSCOUT 引脚重映射为 PD0/PD1 引脚时，应用上避免使用 PD0/PD1 用作 EXTI

功能。 

2.3.2. 当 GPIO 口配置为上拉输入且该 GPIO 存在漏电时，该 GPIO 口上的电压会被

拉低 

描述与影响 

当 GPIO 口配置为上拉输入且该 GPIO 存在漏电时，该 GPIO 口上的电压会被拉低。例如，当

MCU 工作电压为 3.3V 且存在以上问题时，该 GPIO 口电压会被拉低到 2.6V 而不是正常的

3.3V。 

解决方案 

不影响应用中 GPIO 功能的使用。 

2.3.3. 当 PA11 和 PA12 不作为 USB 功能使用且 PA11 和 PA12 间存在较大电压差，

会导致 VDD 到 VSS 存在漏电 

描述与影响 

当 PA11 和 PA12 不作为 USB 功能使用且 PA11 和 PA12 间存在较大电压差，会导致 VDD 到

VSS 存在几十 uA 的漏电，会影响待机模式下的功耗。 
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解决方案 

当 PA11 和 PA12 不作为 USB 功能使用，避免 PA11 和 PA12 间的电压不一致。 

2.3.4. 默认配置下，当 USART1 和以太网时钟同时使能时，如果没有对 USART1 引

脚进行重映射，会导致以太网功能无法正常使用 

描述与影响 

默认配置下，由于以太网和 USART1 的引脚共用，当 USART1 和以太网时钟同时使能后，如

果没有对 USART1 引脚进行重映射，会导致以太网功能无法正常使用。 

解决方案 

当同时使用 USART1 和以太网功能时，在使用以太网时功能之前先 USART1 引脚进行重映射。 

2.4. DMA 

2.4.1. 在 DMA 中断处理函数中，若在执行清除中断标志操作后立刻退出中断，将导

致 CPU 再进一次 DMA 中断 

描述与影响 

DMA 中断处理函数中，在执行清除中断标志操作后立刻退出中断，会导致 CPU 再进一次 DMA

中断。 

解决方案 

将中断标志清除操作置于中断处理函数起始阶段，并确保在清除中断标志和退出中断之前，有

超过一个时钟周期的延时。 

2.5. ADC 

2.5.1. 当 ADC 时钟相较于 PCLK 时钟慢很多时，会出现 ADC 数据采集错误 

描述与影响 

当 ADC 时钟相较于 PCLK 时钟慢很多时，在 EOC 置位后立刻读取 ADC_RDATA 寄存器会导

致数据采集错误。 

解决方案 

在 EOC 标志置位后，延迟 2 个 ADC 时钟后再读取 ADC_RDATA 寄存器。 
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2.5.2. 当 VREFP和 VDDA电压相差超过 300mV 时，会导致 ADC 精度变差 

描述与影响 

当 VREFP和 VDDA电压相差超过 300mV 时，会导致 ADC 精度变差。 

解决方案 

在硬件电路设计时，避免 VREFP和 VDDA电压相差超过 300mV。 

2.6. DAC 

2.6.1. 在 DAC 噪声模式下，当 DH 值设置过高时，会导致 DAC 输出电压出现异常断

点 

描述与影响 

当将 DAC 配置为噪声模式，将 DAC 输出值设置为较大值时，叠加值(DH+DWBW)将超过最大

值 4095，导致 DAC 输出信号出现电压为零的异常断点。 

解决方案 

当配置 DAC 输出值和噪声波峰值时，应避免 DH+DWBW 叠加溢出。 

2.7. TIMER 

2.7.1. 在开启输出比较影子寄存器功能时，使用 timer 捕获/比较事件触发 DMA 传输

会导致数据丢失 

描述与影响 

当使用 timer 捕获/比较事件触发 DMA 传输并且开启了输出比较影子寄存器功能时，DMA 传

输数据 0x00 到 TIMERx_CHyCV 寄存器将会导致 0x00 之后的第二个数据丢失。 

解决方案 

使用以下方法之一： 

1) 在 DMA 传输缓冲区中不要使用数据 0x00； 

2) 0x00 之后的第二个数据搬运两次； 

3) 使用 timer 更新事件触发 DMA 搬运。 
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2.7.2. 在 TIMER 不同通道下，通道比较/中断标志清除与通道比较/捕获中断标志置位

冲突，导致标志位未置位 

描述与影响 

TIMER 在触发 CHx 通道比较/捕获中断的同一周期，软件清除另一个通道比较/捕获中断标志

位 ChyIF，会导致 CHxIF 未置位。 

解决方案 

使用以下方法之一： 

1) 在 CHxIF 置位后清除 CHyIF 标志； 

2) 读 CHxCV 值判断是否能清除 CHyIF 标志。 

2.7.3. 主 TIMER 触发使能不同总线下的从 TIMER，会导致不同从 TIMER 在相同比

较值下输出具有相位差 

描述与影响 

当配置 CK_APB2 =2*CK_APB1 时，APB1 总线下的 TIMER3 作为主定时器同时触发使能

APB2 总线上的 TIMER0 和 APB1 总线上的 TIMER1。相同的重载值和比较直，TIMER0 和

TIMER1 输出存在相位差。 

解决方案 

无规避方案。 

2.8. USART 

2.8.1. 空闲帧长度会比实际配置的长度多 1 个 bit 

描述与影响 

空闲帧长度会比实际配置的长度多 1 个 bit。例如当数据帧配置为 1 个起始位，8 个数据位，1

个停止位时，则空闲帧实际长度为 11 个 bits 而不是 10 个 bits。 

解决方案 

无规避方案。 

2.8.2. 通过空闲帧将 USART 从静默模式唤醒时，再次进入静默模式时将无法被唤醒 

描述与影响 
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当 USART 工作在多处理器通信模式且通过空闲帧将 USART 从静默模式唤醒时，在总线处于

空闲模式且 USART 进入静默模式后，将导致 USART 将无法被唤醒。 

解决方案 

当使用空闲帧唤醒 USART 静默模式时，在总线处于空闲时，不允许进入静默模式。 

2.8.3. 当 USART 工作在多处理器通信模式且唤醒方式为地址匹配检测时，奇偶校验

功能不生效 

描述与影响 

USART 工作在多处理器通信模式且唤醒方式为地址匹配检测时，当开启奇偶校验功能时，当

发生奇偶校验错误时，PERR 无法置位。 

解决方案 

禁能奇偶校验功能或使用空闲帧唤醒代替地址匹配唤醒。 

2.8.4. USART 在发送数据时会多发送一个波特率周期的停止位 

描述与影响 

USART 在发送数据时会多发送一个波特率周期的停止位。当对停止位持续时间有要求且两帧

之间不允许有间隔时，可能会对通信产生影响。 

解决方案 

如果对停止位持续时间没有要求，则不会对通信产生影响，否则推荐使用GD32F30x系列MCU。 

2.9. I2C 

2.9.1. 由于 BTC 未清除导致多读回一个数据 

描述与影响 

当 RBNE 置位且 BTC 未置位时，如果在读取 I2C_DATA 寄存器数据之前发生中断且在中断处

理过程中 BTC 标志被置位，那么 I2C 将额外读取一个数据，原因是只读取数据操作无法清除

BTC 标志。 

解决方案 

使用以下规避方案之一： 

1) 使用中断方法读取 I2C_DATA 寄存器(需要更高的中断优先级)； 

2) 使用 DMA 方法读取 I2C_DATA 寄存器(推荐)。 
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2.9.2. 当 I2C 工作在 SMBUS 模式时，如果 SCL 被拉低，第一个超时时间为 25ms，

此后如果 SCL 持续拉低超时时间会是 130ms 

描述与影响 

SMBUS 模式下，如果 SCL 一直拉低，第一次的超时中断进入时间是 25ms，如果 SCL 持续

拉低，后续的中断进入时间会是 130ms。 

解决方案 

无规避方案。 

2.9.3. 将 I2CEN 从禁能状态转为使能状态，会概率性发送一个额外的 start 信号 

描述与影响 

将 I2CEN 从禁能状态转为使能状态，会概率性发出一个额外的 start 信号。 

解决方案 

无规避方案。 

2.10. SPI 

2.10.1. SPI 作从机时，不支持总线上存在其它 SPI 从机 

描述与影响 

当 SPI 作从机时，不允许总线上存在其它从机，只支持与主机一对一通信。 

解决方案 

无规避方案。如应用上需要支持 SPI 一主多从的用法，则推荐使用 GD32F30x 系列替代。 

2.10.2. 当SPI作从机且当 SPI输入时钟个数不是 8或 16的整数倍时，此时关闭片选，

不会清除时钟接收计数 

描述与影响 

SPI 作从机且当 SPI 输入时钟个数不是 8 或 16(由 SPI_CTL0 寄存器中的 FF16 位决定)的整数

倍时，此时关闭片选，不会清除时钟接收计数，导致接收数据时需要额外等待相应的时钟数后

才收发新数据。 

解决方案 
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当以上问题发生时，可通过先禁能 SPI 然后再使能 SPI 来规避此问题。以 SPI0 为例： 

/* disable and than enable SPI0 */ 

spi_disable (SPI0); 

spi_enable(SPI0); 

2.11. EXMC 

2.11.1. 当使用 NAND 控制器 ECC 功能时，在数据传输过程中若发生 1bit 错误且为第

13bit 时，ECC 检测失效 

描述与影响 

当使用 NAND 控制器 ECC 功能时，在数据传输过程中若发生 1bit 错误且为第 13bit 时，ECC

检测失效。 

解决方案 

无规避方案。 

2.12. CAN 

2.12.1. CAN 自动离线恢复时间长 

描述与影响 

由于总线短路或其他总线异常导致 CAN 处于离线状态，导致总线保持在隐性电平状态时，在

启用 CAN 自动离线恢复(ABOR)功能后，由于此 CAN IP 对恢复时间的要求过于严格，会导致

离线恢复时间长。 

解决方案 

开启离线中断，并在离线中断中重新初始化 CAN 模块。 

2.13. ENET 

2.13.1. 当启用硬件校验和且报头校验和为 0x0000 时，此接收数据帧将被丢弃 

描述与影响 

当启用硬件校验和且报头校验和为 0x0000 时，此帧将被误认为错误帧并被硬件丢弃。 

解决方案 
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使用软件校验和替代硬件校验和。 

2.13.2. 当启用第二帧操作功能时，ENET 模块在运行一段时间后概率性会遇到传输问

题 

描述与影响 

当启用对第二帧的操作(OSF=1)功能时，ENET 模块在运行一段时间后概率性会遇到传输问题，

例如无法发送帧，或实际发送的每个帧都是在前一次传输期间计划发送的帧。 

解决方案 

不要使用第二个帧操作，确保 ENET_DMA_CTL 寄存器中的 OSF 位始终保持为 0。目前，在

GD 的官方固件库和 ENET 示例中，该位在初始化过程中默认保持为 0。如果开发者没有使用

GD 的固件库，则需要修改 ENET 初始化代码中的相应配置，以确保 OSF 位配置为 0。 

2.13.3. 当 RxFIFO 工作在直通模式时，概率性写回错误的描述符 

描述与影响 

当RxFIFO工作在直通模式且接收阈值设置过低时，以太网DMA概率性写回一个错误的状态，

导致描述符错误。 

解决方案 

将 RxFIFO 配置为存储转发模式，或者在直通模式下配置更高的接收阈值。 

2.13.4. 在帧接收非常频繁的情况下，接收中断概率性无法触发 

描述与影响 

如果接收数据非常频繁且软件不能及时处理，概率性会导致接收溢出，最终导致接收中断不再

触发。 

解决方案 

将 ENET_DMA_CTL 寄存器中的 DAFRF 位配置为复位值，以允许 RxDMA 刷新接收到的数据

帧。 

2.14. USBD 

2.14.1. USBD 的 ESOF 中断在 USB 设备正常运行过程中会被触发 

描述与影响 
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USBD 设备的 ESOF 中断在 USB 设备正常运行过程中会被触发。如果 ESOF 中断处理函数

中，对 USB_EPxCS 寄存器进行配置或执行了 USBD 强制复位操作，将会导致 USB 数据通信

中断，甚至引发用户 Buffer 溢出。 

解决方案 

在 ESOF 中断里，不对 USB_EPxCS 寄存器进行配置，且不执行 USBD 强制复位操作。建议

按照 GD 官方固件库里的 ESOF 中断处理机制。 

2.14.2. 当 USBD 设备与主机进行大量 IN 和 OUT 方向的数据传输时，会概率性出现

收发数据内容错误 

描述与影响 

USBD 设备与主机进行通信时，如果同时进行大量 IN 和 OUT 方向的数据传输，则会概率性导

致 IN 和 OUT 方向收发数据包的内容出错。 

解决方案 

USBD 只使用一半的 SRAM 扇区空间，即限定 USBD 的 SRAM 使用空间为 0x40006000-

0x40006200(低一半扇区空间)或者 0x40006200-0x40006400(高一半扇区空间)。 

2.15. USBFS 

2.15.1. USBFS-OTG 在通过 HUB 与低速设备通信时，数据传输异常 

描述与影响 

USBFS-OTG 在通过 HUB 与低速设备通信时，数据传输异常。 

解决方案 

无规避方案。 

2.15.2. USBFS-OTG 挂起状态进入时间不是 3ms 而是 6ms 

描述与影响 

USBFS-OTG 挂起状态进入时间不是 3ms 而是 6ms。 

解决方案 

无规避方案，但不影响 USBFS-OTG 的正常使用。 
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3. 版本历史 

表 3-1. 版本历史 

版本号. 说明 日期 

1.0 初始版本 2025 年 5 月 21 日 

1.1 

1. 删除 I2C 使用限制，I2C 主机在仲裁丢失时，无法发起

新的访问和 I2C 作主机赢得仲裁后概率性拉低 SCL 时

钟线，导致总线挂死 

2. 更新 I2C 使用限制，参考 I2C 工作在 SMBUS 模式，

如果 SCL 被拉低，第一个超时时间为 25ms，此后如

果 SCL 持续拉低超时时间会是 130ms 

3. 更新 CAN 使用限制，参考 CAN 自动离线恢复时间长 

2025 年 6 月 10 日 
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